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报告简介

半导体封装材料是半导体产业链的关键配套材料，指用于芯片封装制程，实现电气连接、物理保护、散

热绝缘与机械支撑的功能性材料体系，主要包括封装基板、塑封料、键合丝、底部填充胶、热界面材料

等，广泛应用于消费电子、汽车电子、AI、高性能计算及先进封装等领域。作为连接芯片制造与终端应

用的核心环节，其性能直接决定芯片的可靠性、集成度与使用寿命，是支撑半导体产业高质量发展的战

略性基础材料，技术壁垒与认证门槛极高。

当前全球半导体封装材料行业处于需求持续高景气、技术迭代加速、格局高度集中、国产替代深化的关

键阶段。市场层面，全球半导体产能扩张、先进封装技术渗透及AI、汽车电子等新兴领域需求爆发，共

同驱动行业规模稳步增长。产业层面，高端市场长期由国际巨头主导，头部企业凭借核心配方、精密制

造与长期客户认证，占据主要份额;亚太地区依托全球最大封测产能集聚优势，成为核心消费市场。竞争

层面，全球供应链重构与自主可控需求提升，本土企业在政策扶持与技术突破下加速追赶，在中低端领

域实现份额提升，高端领域逐步突破验证，行业格局从寡头垄断向多元竞争演变。未来，全球半导体封

装材料行业将呈现高端化精密化、先进封装主导、应用多元化、绿色低碳化四大核心趋势。技术上，材

料向高导热、低应力、高可靠性方向升级，以适配2.5D/3D、Chiplet、HBM等先进封装需求，ABF载板

、高性能塑封料、特种胶黏剂等成为研发重点。产品上，针对不同应用场景的定制化解决方案增多，汽

车电子、功率器件等领域对耐高温、高绝缘材料需求提升。竞争上，产业链上下游协同创新成为关键，

材料企业与封测厂、芯片设计公司联合研发模式普及，同时环保型无卤材料、低能耗工艺成为长期发展

方向。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据

了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中

心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单
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位等公布和提供的大量资料。对全球及国内半导体封装材料行业作了详尽深入的分析，是企业进行市场

研究工作时不可或缺的重要参考资料，同时也可作为金融机构进行信贷分析、证券分析、投资分析等研

究工作时的参考依据。 本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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